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1. 組織観察を行った結果，D20Cu-Wire の結晶粒径は約 2µm，D50Cu-Wire の結晶
粒径は約 6µm であり，D20Cu-Wire，D50Cu-Wire，D20Au-Wire はともに単位断
面積に含まれる結晶粒の数が非常に少ない．また，D50Cu-Wire は引張軸方向に
対して[111]面に配向する結晶粒が多く，異方性が存在する．  







ことが要因と考えられる． D20Cu-Wire のヤング率は約 110GPa，D50Cu-Wire の
ヤング率は約 80GPa となり，また銅バルク材のヤング率は 129.8GPa と差異があ
った．これは ,供試材ごとの冷間加工度の違いによる結晶粒の異方性，及び強ひ
ずみ加工による転位密度の違いがヤング率の値に影響していると考えられる．  
4. 引張強度は，標点間距離の違いによる引張強度の差は約 1%以下であり，試験
片の寸法効果は見られなかった．  
5. 引張破断面観察の結果，全ての供試材において，ネッキングにより断面積が収
縮した後，破断に至っており，チゼルポイント型破壊であった．介在物等による
破壊起点は一切見られなかった．  
6. D50Cu-Wireの疲労試験結果より，106回疲労強度は177.5MPaであり，これを引
張強度で除した値は約0.9と高いことがわかった．疲労破断面観察結果より，
D50Cu- Wireの疲労破断面は引張破断面と同様にネッキングを起こし，断面積が
収縮した後，破断に至っていた．  
 
